
용어/약어 정      의

DIP * DUAL IN-LINE PACKAGE
  PIN 삽입형 PKG 로 양쪽측면에 LEAD가 있음.
  LEAD PITCH 100 MIL (2.54mm), 
  PKG WIDTH 300/400/600 MIL (PIN 삽입 HOLE 
  의 WIDTH 임), PIN 수는 6 - 64

* PLASTIC DIP

  MOLD 재료 (봉지재)가 PLASTIC(열 경화성 EPOXY

  COMPOUND) 인 DIP

* CERAMIC DIP

  봉지재를 CERAMIC으로 사용한 DIP.

  LEAD, BODY, CAP 으로 구성되며, GLASS로 봉지

  (SEALING). 8 - 42 PIN.

* SHRINK DIP

  P-DIP 과 동일하나 LEAD PITCH 가

  70 MIL (1.778 mm).

* SKINNY DIP

  P-DIP과 동일하나 PKG WIDTH 가 600MIL PKG를

  300MIL 로 줄임.

* SINGLE IN-LINE PACKAGE

  LEAD 가 PKG 측면에 일렬로 있어 PCB에

  수직 삽입형 PKG .

  LEAD PITCH 100 MIL.

  2 - 23 PIN.

P-DIP

C-DIP

SDIP

SK-DIP

SIP

1. Memory 기초
Ü PKG 정리



SOP * SMALL OUTLINE PACKAGE
  PKG 양쪽에 GULL-FORM 의 LEAD 가 있는 
  표면 실장형 PKG.
  LEAD PITCH 50 MIL(1.27 mm).
  8 - 44 PIN.

* SHRINK SIP
  LEAD PITCH 가 70 MIL인 SIP

* ZIG-ZAG IN-LINE PACKAGE (VETICAL DIP)
  SIP 와 같이 PKG 측면에 일렬의 LEAD 가
  있으나, 양쪽으로 ZIG-ZAG로 FORMING된것.
  LEAD PITCH 100 MIL.

SSIP

ZIP (VDIP)

* SHRINK SOP 
  LEAD PITCH 가 1.0/0.8/0.65/0.5 mm 인 SOP
  8 - 80 PIN.

SSOP

용어/약어 정      의
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* SMALL OUTLINE J-LEADED PACKAGE
  SOP 의 일종으로 LEAD 가 J 자 형태로 FORMING 된
  표면 실장형 PKG.
  LEAD PITCH 50 MIL.
  20 - 40 PIN.

SOJ

* SMALL OUTLINE I-LEADED PACKAGE
  SOP/SOJ 와 동일하나 , LEAD 가 I 자 형태로
  FORMING 됨.

* SURFACE VERTICAL PACKAGE
  SIP 처럼 LEAD가 PKG 한쪽면에 있으나, 직각으로
  FORMING 되어 표면실장을 함.
  실장면적이 SOJ 의 1/7, ZIP 의 1/3 임.
  LEAD PITCH 0.5/0.65 mm.  24 - 32 PIN.
  T.I 가 최초 개발하여 VPAK 으로 명칭하고,
  FIJITSU 가 개발하여 SVP로 명명함.

SOI

SVP (VPAK)

SHP
T.I 의 VPAK FUJITSU 의 SVP

용어/약어 정      의

* SURFACE HORIZONTAL PACKAGE
  SOP 의 한쪽 LEAD PIN 을 없앤 형태로 ,
                         전기신호의 고속화와
                         PCB 설계에 유리하게
                         만든 PKG.

1. Memory 기초
Ü PKG 정리 (계속 )



* THIN SOP
  실장 시 높이가 50 MIL 이하, LEAD PITCH 가
  50 MIL 이하인 SOP.
  EIAJ 규격에 PKG의 짧은 쪽에 LEAD가 있는 것이
  TSOP I , 긴쪽에 있는 것이 TSOP II 로 명기.
  TYPE I 은 0.6/0.55/0.5 mm PITCH 로 실장
  밀도가 올라가나, SOLDER 불량율 높음.
  TYPE II는 PITCH 1.27 mm .

TSOP

* THIN SHRINK SOP
  PKG BODY 의 두께가 1.0 mm 이하, PITCH가
  0.65/0.5 mm 인 TSOP.
  8 - 32 PIN.
  T.I JAPAN 에서 명칭함.

* ULTRA THIN SOP
  PKG BODY 두께가 0.65 mm 이하인 TSOP.
  FUJITSU 가 명칭.

* VERY SOP
  SONY, FUJITSU, MITSUBISHI 가 공동개발한
  SSOP 의 초기 명칭.

* ULTRA SMALL OUTLINE PACKAGE

  
* SMALL OUTLINE NON-LEADED PKG
  FUJITSU 에서 개발한 CSP 의 일종으로 양쪽
  끝의 LEAD 가 없이 전극으로 표면 실장
  할수있게 만든 PKG (참조 QFN)

TSOP II

TSSOP

UTSOP

VSOP

USO

SON

용어/약어 정      의
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* FLAT PACKAGE
  QFP 와 SOP 를 이르는 표면실장 PKG.

* PLASTIC FLAT PACKAGE

* QUAD FLAT PACKAGE
  PKG 측면 4방향에 GULL-WING 형태의
  LEAD PIN 이있는 PKG.
  봉지를 PLASTIC, CERAMIC, METAL 로 하나
  일반적으로 PLASTIC 이 대부분임.
  LEAD PITCH 는 1.0/0.8/0.65/0.5/0.4/0.3 mm
  까지 가능하며, 0.65 mm는 232 PIN, 0.5 mm는
  304 PIN 까지 있음.
  EIAJ 규격에는 0.65 mm 까지는 QFP,
  0.5 mm 이하는 FINE PITCH QFP 로 명명됨.

                                             PKG BODY 두께에
                                             따라 2.0 - 3.6mm
                                             는 QFP , 1.40mm 는
                                             LQFP 1.0 mm는
                                             TQFP로 구분.

* PLASTIC QFP

* CERAMIC QFP
* THIN QFP
  PCB에 실장시 높이가 1.27 mm (50MIL)이하,
  BODY 두께가 1.0mm 이하인 QFP.
  LEAD PITCH 는 0.8/0.65/0.6/0.5 mm이며,
  PIN 수는 44 - 256 .

* METRIC QFP
  JEDEC 규격에 의거한 QFP 분류의 일종.
  LEAD PITCH 1.0 - 0.65mm, BODY 두께
  3.8 - 2.0 인 표준 QFP 를 지칭.

FP

PFP

QFP

PQFP
CQFP
TQFP

MQFP

용어/약어 정      의
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LQFP

QFI

QFN

QTP (QTCP)

MQUAD 

* LOW PROFILE QFP
  BODY 두께가 1.4 mm 인 QFP.

* QUAD FLAT I-LEADED PACKAGE
  LEAD 가 아래쪽으로 수직으로 형성된 QFP
  (BUTT LEAD)로 MSP (MINI SQUARE PKG)라고
  부르기도함.
  실장면적이 QFP 보다 적으며, LEAD PITCH 
  1.27 mm, PIN 수는 18 - 68.

* QUAD FLAT NON-LEADED PACKAGE
  LCC 로 많이 불리며, QFN은 EIAJ 규격상의
  명칭임. PKG 측면에 PAD가 있고 LEAD가 없음.
  QFP보다 실장밀도가 높고, 실장 높이는 낮음.
  봉지재는 CERAMIC 과 PLASTIC 이 있고, LCC로
  부르는것은 CERAMIC임.
                                            PLASTIC QFN은 GLASS
                                            EPOXY 수지 PCB로 
                                            LOW COST 실현.
                                            PITCH 1.27/0.65/0.5mm.

* QUAD TAPE CARRIER PACKAGE
  TAB 기술을 이용한 TCP 의 일종으로 4 방향 
  으로 LEAD 가 있음.
  QTP 는 EIAJ 규격상의 명칭임.

* METAL QUAD
                       
                                                   Al BASE 와 CAP 을 
                                                   GLASS 로 SEALING
                                                   한 QFP 의 일종임.
                                                   자연 공냉 으로 2.5 - 
                                                   2.8 W 열방출 가능한
                                                   미국의 OLIN 社 제품. 

용어/약어 정      의
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* QFP WITH BUMPER
                                                  QFP 의 4 모서리에 
                                                  BUMPER 를 만들어
                                                  작업중이나 운송시의
                                                   LEAD BENT 를 방지.
                                                   PITCH는 25 MIL
                                                   (0.635 mm)
                                                    PIN 수 84 - 196.

* FINE PITCH QFP
  PITCH 가 0.5 mm 이하인 QFP

* QFP WITH GUARD RING
  LEAD PIN 끝 부분에 수지로 보호 RING 을 
  만들어 LEAD BENT 를 방지한 QFP.
                                                     실장 전에 RING 을
                                                     잘라 내고 LEAD를
                                                     GULL-FORM 하여
                                                      PCB에 탑재.
                                                      MOTOROLA 에서
                                                     개발 상용화.
                                                      PITCH 0.5 mm , 
                                                      PIN수 256/208.

* QFP WITH HEAT SINK
  QFP 에 HEAT SINK 를 부착한 제품의 총칭.

* POWER QUAD
  QFP 의 일종으로 열방출 향상을 위해 BODY 에
  HEAT SINK 를 위 또는 아래에 부착시킨 PKG 

* QUAD FLAT J-LEADED
  EIAJ 규격의 PLCC를 지칭한 용어.

BQFP

FQFP

GQFP

HQFP

PQ

QFJ

용어/약어 정      의

1. Memory 기초
Ü PKG 정리 (계속 )



LCC

PLCC

CLCC

J-LCC

PCLP

* LEADELESS CHIP CARRIER
  CERAMIC SUBSTRATE 측면에 실장용 PAD 가
  있고 LEAD 가 없는 표면 실장형 PKG.
  CERAMIC QFN 또는 QFN-C 로 부르기도 함.

* PLASTIC LEADED CHIP CARRIER
  PLASTIC QFJ 또는 PLASTIC LCC 로
  불리기도 함.
  PITCH 1.27 mm , PIN 수 84 PIN 이하에 사용.

* CERAMIC LEADLED CHIP CARRIER
  CERAMIC QFJ 또는 QFJ-G 로 부르기도 함.
  PKG 측면 사방에 J-FORM 의 LEAD 있음.
  PITCH 1.27 mm.

* J-LEADED CHIP CARRIER
  BULL-EYES-CAP 이 부착된 CERAMIC QFJ.

* PRINTED CIRCUIT BOARD LEADLESS 
  PACKAGE, FUJITSU 의 PLASTIC QFN 의 별칭.
  PITCH 0.5/0.4 mm.

용어/약어 정      의
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PGA

PPGA

CPGA

LGA

PIGGY BACK

* PIN GRID ARRAY 
  PKG 밑면에 수직의 LEAD PIN이 배열 되어 있는
  PIN 삽입형 PKG.

  SUBSTRATE 재료는 MULTI-LAYER CERAMIC을 
  일반적으로 사용.
  PITCH 2.54/1.27 mm , PIN 수 64 - 447.

* PAD GRID ARRAY
  삽입형 PGA 의 PIN 대신 표면실장을 위한
  PAD 가 있는 PKG.

* PLASTIC PGA
  SUBSTRATE 재료로 PCB 를 사용하고, EPOXY 
  로 CHIP 을 SEALING 한 LOW COST PGA .

* CERAMIC PGA

* LAND GRID ARRAY (PAD GRID ARRAY)
  
                           
                           

*                                             SOCKET 이 부착된 
                                              CERAMIC 혹은 PLASTIC
                                              PKG 로 DIP, QFP, QFN의
                                             형태를 갖음.
  

용어/약어 정      의
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* BALL GRID ARRAY
                                          PCB 기판의 밑면에
                                          SOLDER BALL ARRAY 를   
                                          갖는 표면실장형 PKG.
                                          윗면에는 CHIP 을 
                                          부착 시키고, MOLD
                                          수지로 SEALING.
                                          200 PIN 이상의 PKG에
  사용하며, QFP 보다 실장면적이 작고 LEAD
  불량이 적으나 200 PIN 이하에는 QFP 보다
  제조원가가 높음.
  500 PIN 까지 가능하여 향후 HI-PIN PKG 를
  끌고 나갈 것으로 전망됨.
  다른 명칭으로는 

BGA

* PAD ARRAY CARRIER (PAC)
* GLOBE TOP PAC (GPAC)
* OVER MOLDED PAD ARRAY CARRIER
   (OMPAC)  

* SUPER BGA
  ANAM 에서 개발된 HI-SPEED, HI-POWER 
  PERFO-RMANCE 용으로 COPPER HEATSINK
 를 CHIP에 직접 부착시킨 BGA 로서 실장면적과 
무게를 비약적으로 감소 시켰음.
  
* PLASTIC BGA
  LOW COST 를 위해 봉지재와 SUBSTRATE 를 
  EPOXY 수지로 사용.

* CERAMIC BGA
  
* METAL BGA
OLIN에서 개발한 BGA로, ANODIZED ALUMINIUM
SUBSTRATE 에 THIN FILM CIRCUIT 을 사용하여
열적/전기적 특성을 강화시키고 경량/박형을 
구현하기위한 BGA.

SBGA

PBGA

CBGA

MBGA

용어/약어 정      의
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* MICRO BGA
  TESERA 에서 개발한 CHIP-SIZED PKG 로 
  실장밀도, HI I/O, 및 열적/전기적 특성을
  강화 시킨 BGA.
  
* TAPE BGA
  TAB 을 이용하여 BGA 에 접목시킨 PKG.

* MINI BGA
  FLIP CHIP 기술을 응용하여 SOLDER BALL
  DIAMETER 를 최소 10 MIL, PITCH 20 MIL 
  까지 줄인 SANDIA NATIONAL LABORATORIES
 의 BGA로 MCM 에 사용될 전망임.

* CONDUCTION COOLED BGA
  SGS THOMSON 에서 실장 높이, 열방출, 
  접착 신뢰성 증대를 위해 개발한 PKG.
  윗면의 COPPER HEAT SLUG 로 5 WATT 까지 
  열방출이 가능하며, SYSTEM BOARD 의
 COPPER  PLANE 을 통해서도 열방출이 가능.

* LEADFRAME BGA
  HITACHI 에서 개발한 ,L/F 을 사용해 
  SUBSTRATE 재료를 줄이므로서 LOW COST 를
  구현 하고자 한 PKG. 

u-BGA

TBGA

mBGA

C2 BGA

LBGA

용어/약어 정      의
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* TAPE AUTOMATED BONDING
  BARE CHIP 실장기술의 이종으로, 절연 FILM 
  에 LEAD 배선을 형성시켜 CHIP 을 접착
  시키는 실장 기술.
   
* TAPE CARRIER PACKAGE
                                                 TAB 기술을 이용하여
                                                 CHIP 을 절연 TAPE에
                                                 탑재한 PKG 로 TAB
                                                 으로 부르기도함.
                                                 QFP 보다 FINE PITCH
                                                 이며, COB 보다 얇은
                                                 PKG 로 , 주로 LCD
                                                 구동 CHIP 에 적용.
  PITCH 0.25 mm, 500 PIN 이상까지 가능.
  LEAD 가 2방향으로 나온 DTCP, 4방향으로 
  나온것은 QTCP 로 부르기도함.
  PCB 실장 직전에 LEAD CUT 및 FORM하여 사용.
  

TAB

TCP

MCM * MULTI CHIP MODULE
                             
                                                             복수의 CHIP을 
                                                             1개로 만든 PKG.

  SUBSTRATE 재질에 따라 MCM-L (EPOXY 수지 
  다층기판),MCM-C (후막 다층 배선 기판
  GLASS CERAMIC), MCM-D (박막 다층기판 질화
  ALUMINIUM)으로 구분.
  MCM-L 은 LOW COST 지향, MCM-C는 후막
  HIC와 유사하며, MCM-D 는 배선 밀도가 높으나
  COST 가 높음.

용어/약어 정      의
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* CHIP SCALE PACKAGE
  실장 면적이 CHIP 면적의 120% 이하인 PKG의
  총칭으로 COG, BLP, u-SPRING 등이 있음.

* FLIP CHIP
  BARE CHIP 실장 기술의 일종으로 BOND PAD 에
  BUMP 를 형성, PCB 에 접착 시키는 방법으로
  실장면적과 높이가 가장 적은 PKG 형태임.

* CHIP ON BOARD
  BARE CHIP 실장의 일종으로, PCB 위에 CHIP을
  직접 접착하여 WIRE BOND 후 수지로 밀봉하는
  PACKAGING 방법.
  
* CHIP ON GLASS
  FLIP CHIP과 유사한 형태이나, SUBSTRATE 가
  GLASS 인 차이가 있으며 LCD에 주로 적용됨.

* KNOWN GOOD DIE
  WAFER LEVEL 에서 BURN , FUNCTIONAL
  TEST 를 거쳐 양품 CHIP 만을 선별하여 CHIP
 상태로 판매하기 위한 DIE. 

CSP

FC

COB

COG

KGD

LOC * LEAD ON CHIP
  CHIP의 윗면에 L/F의 INNER LEAD 가 있는 
  PKG 구조를 지칭하며, COL 과 반대 개념으로
  PKG 외형 면적 감소와 ACCESS TIME 단축을
  위한 PKG 방법.

용어/약어 정      의
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COL

BLP

* CHIP ON LEAD
  LOC 에 대응되는 개념으로 L/F  위에
  CHIP 을 접착 시킨 PKG.

* BOTTOM LEADED PACKAGE
  소자의 고속동작과 초경량,박형을 실현한
  CSP 의 일종으로, 구)LG 반도체에서 개발하여
  JEDEC 규격화 추진중인 표면 실장형 PKG.
  PKG 의 밑면에 실장용 PAD 가 있어 LEAD 
  불량을 배제하고, 실장밀도를 SOJ 의 2배로
  향상 시켰음.
  CHIP 의 BOND PAD 위치에 따라 C-BLP
  (CENTER) ,S-BLP(SIDE), 3-D BLP(STACKED) 
  등 다양한 TYPE으로 APPLICATION 이 가능함.

FUJITSU 의 SON 과 유사한 초소형 PKG 이나,
HI-PIN 적용, 취급상의 용이성 및 PCB 설계의
자유도에서 앞서 있는 차세대 PKG 임. 

용어/약어 정      의
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u-SPRING * MICRO SPRING
  FORMFACTOR 와 LG 반도체의 공동 개발 품으로 
  CSP 의 일종.
  WF LEVEL에서 GOOD DIE에만 GOLD WIRE BONDING 
 으로 SPRING 을 형성 시킨 후 Au/Ni PLATING 을 하여 
 강도와 전도성, 신뢰성을 향상 시켜 실장하는 PKG 형태.
 특히, 실장 시 PCB 의 열팽창에 의한 SOLDER 접착
 신뢰성이 FLIP CHIP 보다 우수하고, REPAIR가 용이하며
 , PCB 의 PAD 위치 변경 또는 재배치에 따른 PCB 설계의 
 FLEXIBILITY 를 증가 시켰음.

TiW

Au
Ni

Au

Au

용어/약어 정      의

Mid range FlipPACTM 

High-end FlipPACTM

Tape BGA

uBGA

SOP, SSOP, TSOP, TSSOP

LQFP

QFP

TQFP

iQUAD Family

PBGA

FBGA
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